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ＣＨＩＰ／ＤＩＰ兼用ユニバーサル基板「ＰＸ２１１０」 ユーザーズマニュアル

有限会社 プロエクシィ

●はじめに

「ＰＸ２１１０」はチップ部品とＤＩＰ部品が実装可能のユニバーサル基板です。

主として研究開発用あるいはプロユースとして、試作回路や試験治具回路の組み立ての生産性を上

げる為のものです。

「ＰＸ２１１０」特有の電源周辺回路、２連スルーホール、トリプルスルーホール、パッドインＤＩＰ等を

活用して研究開発者の貴重で高価な時間を大幅に削減し、回路の信頼性、見栄えを高める事ができま

す。

デバイスのピンへ直接線材を巻き付けて配線する「ピン絡げ」を回避できるのも大きなメリットです。

１．特長

（１）パッドインＤＩＰにより，ＤＩＰ部品だけでなくチップ部品も実装可能。

（２）接続済みのコネクタ、電源バス、パスコン用パターンにより、電源周りの配線が容易。

（３）２連スルーホールやトリプルスルーホールにより、渡り配線が容易。

（４）外部入出力に２ｍｍ／２．５ｍｍ／２．５４ｍｍピッチのＳＩＰコネクタが使用可能。

２．用語について

（１）部品形状の略称。

ＤＩＰ：Dual Inline Package 基板貫通端子２列配列パッケージ

ＳＩＰ：Single Inline Package 基板貫通端子１列配列パッケージ

ＳＭＤ：Surface Mount Device 表面実装部品

ＳＯＰ Small Outline Package 小型表面実装パッケージ

ＳＳＯＰ： Shrink Small Outline Package 縮小型表面実装パッケージ

ＴＳＳＯＰ： Thin Shrink Small Outline Package 薄型縮小型表面実装パッケージ

ＳＯＴ： Small Outline Transistor 小型表面実装トランジスタ

（２）１６０８、１００５

チップ部品の平面サイズで分類した呼称であり、本書では［ｍｍ]単位による呼称で示します。

３２２５： ３．２ｍｍ ｘ ２．５ｍｍ

１６０８： １．６ｍｍ ｘ ０．８ｍｍ

１００５： １．０ｍｍ ｘ ０．５ｍｍ

（３）Ｓｉｄｅ-Ｐ、Ｓｉｄｅ-Ｓ

本基板は両面基板であり、各面をＳｉｄｅ-Ｐ、Ｓｉｄｅ-Ｓと呼びます。

P：Primary （又はParts） 部品面

S：Secondary（又はSolder） 半田面

（４）パスコン

電源に重畳する高周波ノイズを低減させる為に電源とグランド間に入れるコンデンサは一般的には

パスコン、バイパスコンデンサ、デカップリングコンデンサ等と呼ばれますが、本書では「パスコン」を用

います。
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（５）パッドインＤＩＰ（Pad In Dual Inline Package）

ユニバーサルエリアとして縦横２．５４ｍｍピッチで配置したＤＩＰ部品用φ０．９ｍｍスルーホールと

スルーホールの間にチップ部品用パッドを配置してスルーホールと接続したものです。

これによりピッチ変換基板を使わずにトランジスタ、抵抗、コンデンサ等の表面実装部品を実装でき、

配線はスルーホールを用いて行なえます。

（６）ランダム配線

比較的大きく離れた２点間を、配線材の長さとルートを現物合わせで決定しながら行なう配線方法で

す。

（７）固定長配線

比較的短く、配線長が判っている２点間を、予め用意したジャンパ線等で直線ルートで行なう配線方

法で、一般的にはランダム配線より配線の手間が少なく、見栄えも良くなります。
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第１章 ＰＸ２１１０の概要

１－１ 主な仕様

項 目 内 容

外形寸法、質量 ７７．２ｍｍ × ５１．７２ｍｍ、 板厚 １．６ｍｍ、 質量 約１２ｇ

ガラスエポキシ（ＦＲ－４）、銅厚３５μｍ、両面パターン、

基板仕様 金フラッシュメッキ（ＲｏＨＳ対応）、

両面シルク、両面半田レジスト塗布

φ０．９ｍｍスルーホール ３８１個

パッドイン （内トリプルスルーホール １０５個）

ＤＩＰユニバー Ｓｉｄｅ－Ｐ １６０８チップ部品用パッド １９５個

サルエリア ３端子ＳＭＤ用パッド ２０個

Ｓｉｄｅ－Ｓ １６０８チップ部品用パッド ２７７個

２５ピン２．５／２．５４ｍｍピッチ兼用ＳＩＰコネクタ ２個（Ｊ１、Ｊ３）

外部入出力コネクタ用 １５ピンＳＩＰ２．５／２．５４ｍｍピッチ兼用ＳＩＰコネクタ １個（Ｊ５）

パターン ３０ピン２ｍｍピッチＳＩＰコネクタ ２個（Ｊ２、Ｊ４）

１８ピン２ｍｍピッチＳＩＰコネクタ １個（Ｊ６）

隣接パターン間最大電圧 ＤＣ４０Ｖ（清浄な環境において）

電源バスパターン ４本（Ｐ１、Ｇ１、Ｐ２、Ｇ２） 最大２Ａ

パターン電流容量 コモンバスパターン １本（ＣＯＭ１） 最大１Ａ

信号パターン 最大０．２Ａ

表１－１ 主な仕様

１－２ 外形寸法

図１－１ ＰＸ２１１０外形寸法
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１－３ 外観

（ａ）Ｓｉｄｅ-Ｐ （ｂ）Ｓｉｄｅ-Ｓ

図１－２ ＰＸ２１１０の外観

１－４ 回路図

図１－３にＰＸ２１１０の電源バスとコネ

クタパターンの回路図を示します。パッド

インＤＩＰによるユニバーサルエリアは回路

図に記載していません。

外部入出力コネクタ用パターンの内Ｊ１、

Ｊ３、Ｊ５は２．５～２．５４ｍｍピッチ、Ｊ２、

Ｊ４、Ｊ６は２．０ｍｍピッチです。

Ｊ２、Ｊ４、Ｊ６の２．０ｍｍピッチ用コネク

タ用パターンは何れも以下のピンがパ

ターンで接続されているので注意して下さ

い。

５－６、 １０ー１１、 １５－１６、

２０ー２１、 ２５－２６。

図１－３ ＰＸ２１１０ 回路図
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１－５ 主なフットプリント説明

図１－４、図１－５にＰＸ２１１０の主なフットプリント（回路パターン）の機能を示します。

図１－４ Ｓｉｄｅ-Ｐフットプリント

図１－５ Ｓｉｄｅ-Ｓフットプリント
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①パッドインＤＩＰユニバーサルエリア

φ０．９ｍｍのスルーホールを縦横２．５４ｍｍピッチで配置し、図１－６の様に２個ずつパターンで接

続した２連スルーホールによるパターンは一般的なユニバーサル基板と同様に使用できます。

又、２連スルーホールに代えて、図１－７に示すφ０．９ｍｍのスルーホール２個と、その間の

φ０．６ｍｍのスルーホールをパターンで連結したトリプルスルーホールも併用しています。

図１－６ ２連スルーホール（一部） 図１－７ トリプルスルーホール

２連スルーホールもトリプルスルーホールも渡り配線を可能にするものであり、トリプルスルーホール

では３個の内１個のスルーホールをＤＩＰ部品のピンに使用しても、残る２個のスルーホールで渡り配線

が可能です。

トリプルスルーホールの３個のスルーホール間は半田レジストで仕切り、互いの半田が流れ込み難

くしています。但し、ランド上の細い半田レジストは剥離し易いので、一旦半田付けした後に、配線変更

の為に半田を除去する様な場合は注意して下さい。

スルーホールとスルーホールの間に１６０８チップ部品用パッドを配置してスルーホールと接続した

ものをパッドインＤＩＰと呼び、Ｓｉｄｅ-Ｐに１９５個、Ｓｉｄｅ-Ｓに２７７個、合計４７２個配置しています。

これによりピッチ変換基板を使わずに抵抗やコンデンサ等のチップ部品を実装でき、配線はこれに繋

がるスルーホールで行なえ、渡り配線も可能です。

１６０８チップ部品用パッドは、図１－８に示す前方が方形、後方が台形の「前方後台パッド」とし、

１００５サイズのチップ部品も実装可能です。

これは長手方向の寸法を、パターン間絶縁距離を確保可能な最大値２．４ｍｍにしてチップ部品の

半田付けをし易くした弊社オリジナルのフットプリントです。

図１－８ １６０８チップ部品用「前方後台パッド」
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さらにＳｉｄｅ-Ｐに図１－９の弊社オリジナルの３端子ＳＭＤ用パッドを２０個（Ｔ１～Ｔ２０）設け、

図１－１０の様に、トランジスタやダイオード等の３端子ＳＭＤや、１６０８や１００５のチップ部品を実装

できる様にしています。

図１－９ ３端子ＳＭＤ用パッド 図１－１０ ３端子ＳＭＤ用パッド部品実装例

図１－１１に３端子ＳＭＤ用パッドに実装可能なＳＭＤの寸法を示します。

図１－１１ 実装可能なＳＭＤの寸法

Ｙ８行のコモンバスＣＯＭ１は電源配線を容易にする為のもので、電源バスＰ１，Ｐ２、Ｇ１、Ｇ２にジ

ャンパ線で容易に接続できる様にしています。

Ｓｉｄｅ-Ｓ側の、コモンバスＣＯＭ１に片側端子を接続した４２個の１６０８チップ部品用パッドはその近

辺に実装したデバイスのパスコンや、プルダウン抵抗、プルアップ抵抗等として利用できます。

基板上のスルーホールの位置はＸ，Ｙ座標で特定します。その為にＸ方向はＸ１、Ｘ５、Ｘ１０．．．、

Ｙ方向はＹ１、Ｙ５、Ｙ１０．．．のシルク表示をしているので回路図上でスルーホールや１６０８チップ部

品用パッドの位置は＠ｘ,yの様にして特定できます。

例えば基板上の座標位置（Ｘ１０、Ｙ２）のスルーホールは＠１０、２です。＠１０、２の下のトリプルス

ルーホール中央φ０．６ｍｍのスルーホールは＠１０、２．５で特定できます。

図１－１２にＤＩＰ用ＩＣソケットの実装例を示します。

図１－１２ ＤＩＰ用ＩＣソケットの実装例
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②電源バス周辺（Ｐ１、Ｇ１、Ｐ２、Ｇ２）

電源配線を容易にする為にφ０．９ｍｍのスルーホールを複数設けた電源用バスを４本（Ｐ１、Ｇ１、

Ｐ２、Ｇ２）を設けています。信号用バスとしても使用できます。

パスコン用としてＰ１～Ｇ１間にはＣ１、Ｃ３、Ｃ５、Ｃ７、Ｃ９の、Ｐ２～Ｇ２間にはＣ２、Ｃ４、Ｃ６、Ｃ８、

Ｃ１０の１６０８サイズ（１００５も実装可能）用チップコンデンサ用パッドを接続しています。

さらにＣ３、Ｃ４には最大φ６．４ｍｍラジアル形アルミ電解コンデンサ又は最大３２２５サイズの積層

セラミックコンデンサも実装できます。

経年変化で電解コンデンサが液漏れを起こす恐れがある場合は、電解コンデンサの使用は控えて下

さい。

③外部入出力コネクタ（Ｊ１～Ｊ６）

電源と外部入出力用にコネクタパターンを設けており、Ｊ１、Ｊ３には最大２５ピン、Ｊ５には最大１５

ピンの２．５～２．５４ｍｍピッチのＳＩＰコネクタが実装できます。

Ｊ２、Ｊ４には最大３０ピン、Ｊ６には最大１８ピンの２ｍｍピッチのＳＩＰコネクタが実装できます。

Ｊ１～Ｊ４の１～４ピンにはパスコン用パターンを持つ電源バスＰ１、Ｇ１、Ｐ２、Ｇ２に接続されている

ので、電源入力部の回路を容易に組み立てる事ができます。

なお、２ｍｍピッチ用コネクタＪ２、Ｊ４、Ｊ６の５－６、１０ー１１、１５－１６、２０ー２１、２５－２６ピンは

各々パターンで接続されているので使用時は注意して下さい。

又、隣接するコネクタが干渉（衝突）して実装できない場合があるので、コネクタの選択やピンアサ

インの設計には注意して下さい。

図１－１３に２．５４ｍｍ、２．５ｍｍ、２ｍｍピッチのコネクタ実装例を示します。

図１－１３ コネクタ実装例
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④スペーサ取り付け用バカ穴

スペーサ（支柱）取り付け用φ３．２ｍｍのバカ穴（非スルーホール）４個を基板四隅に設けています。

バカ穴の中心は基板端面から３ｍｍの為、基板ジョイントＰＸ１２４０（プロエクシィ）を用いて他の基

板と容易に連結する事もできます。

⑤メモ記入欄

回路タイトル、機能、回路図面番号等のメモを油性サインペン等で記入できます。

シンナーや半田フラックス洗浄剤で拭き取れば、文字の書き換えも容易に行なえます。
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第２章 ＰＸ２１１０の使用方法

２－１ 使用方法（例）

本基板の使用方法は任意であり、一つの方法に限定されるものではありませんが、ここでは一例と

して具体例で記します。

①回路設計

所要の回路を設計し、回路図を作成します。（図２－１）

複数あるデバイスの部品番号は未定（？）のままです。

図２－１ 設計回路図（例）

②部品配置設計

図２－４（１３頁）のテンプレートを用いて基板上の部品配置を設計します。

図２－２（１１頁）に部品配置設計図（例）を示します。

基板の配線パターンを活用し、できるだけ手配線を少なくする様にします。

手配線する場合はランダム配線を減らし、固定長配線（ジャンパ線）になる様に設計すると配線の手

間が少なく、見栄えも良くなります。

配置が決定したら部品番号を決定します。実際に基板上に表示しないのでここではカッコ( )付きで

表示しています

③回路図へのバックアノテート

部品配置設計を回路図に反映させて回路図を完成させます。（バックアノテート）

図２－３（１２頁）にバックアノテート後の最終回路図（例）を示します。

最終回路図を元に再現性を持った同一基板の組み立てを可能にする為に、回路図の備考欄に示す

様に「＠～」を用いて基板の部品用パッド、コネクタ、スルーホール等の位置を特定できる様にします。

回路図だけで再現性を高めようとすると回路図が煩雑になり過ぎる場合は、製作図面として部品配

置設計図を併用すると良いでしょう。
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図２－２ 部品配置設計図（例）
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図２－３ バックアノテート後の最終回路図（例）

基板の製作は部品高さが小さいチップ部品を最初に行ない、スルーホール配線を後にすると組み立

て易いです。

本例の回路はかなり単純な回路ですが、一般的なユニバーサル基板とピッチ変換基板を用いて同

じ回路を組めばパスコン等の電源周りの配線や各デバイスのグランド接続配線だけでも容易でなく、多

くの時間が掛かります。その上、２ｍｍピッチや２．５ｍｍピッチのコネクタの使用は困難です。

一方、ＰＸ２１１０に依ると電源周辺の殆どは部品を実装するだけで完了し、ランダム配線は３本（青

色表示）で済みます。さらに２ｍｍピッチや２．５ｍｍピッチのコネクタも変換基板無しで実装できます。

この事からもＰＸ２１１０の組み立て工数削減の効果が大きく便利である事が判ります。

ＣＨＩＰ／ＤＩＰ兼用ユニバーサル基板 「ＰＸ２１１０」 ユーザーズマニュアル
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２－２ 部品配置設計用テンプレート

部品配置設計には図２－４のテンプレートをコピーして使用すると便利です。

（ａ）Ｓｉｄｅ－Ｐ

（ｂ） Ｓｉｄｅ－Ｓ

図２－４ 部品配置設計用テンプレート
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２－３ 他基板との組み合わせ

図２－５の基板ジョイント「ＰＸ１２４０」（http://proxi.co.jp/products/pamphlet_px1240.htm）を用いて

弊社「研究開発用ユニバーサル基板」シリーズ中の他の基板と連結する事により、ＰＸ２１１０の応用範

囲がさらに広がります。

又、表面実装部品を用いる回路組み立てには、図２－６の表面実装はんだ付け用ツールＳＭＤク

ランプ「ＰＸ１８１０」（http://www.proxi.co.jp/products/pamphlet_smd_clamp.htm）が便利です。

図２－５ 基板ジョイント「ＰＸ１２４０」 図２－６ ＳＭＤクランプ「ＰＸ１８１０」

本基板のその他の使用方法は、随時掲載予定の弊社ホームページ（http://www.proxi.co.jp）を参照

して下さい。
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第３章 その他

３－１ 安全上の注意

医療機器、宇宙、航空、原子力、交通、等々の様に人命、人体の安全、社会の安全、及び人々の財

産の安全等に関わり、高い信頼性を必要とする回路には使用しないで下さい。

３－２ 責任範囲

当社は本製品を運用した結果についての責任は負わないものとします。

３－３ 製品サポート

本製品は将来改良の為に予告無しに変更することがあるのでご了承願います。

ユーザーズマニュアルは常時最新版をホームページからダウンロードできます。

お問い合わせは、下記宛のメールにてお願い致します。

●訂正履歴

訂正 内 容 年月日

初版 発行（全１５頁） 2021/06/01

●問い合わせ先

ＣＨＩＰ／ＤＩＰ兼用ユニバーサル基板

「ＰＸ２１１０」 ユーザーズマニュアル

ＰｒｏＸ ｉ

有限会社 プロエクシィ

〒411-0917 静岡県駿東郡清水町徳倉１３２３－８

ＴＥＬ ０５５－９３４－１５２７

e-mail:webmaster@proxi.co.jp

http://www.proxi.co.jp


